Ensamblajedetar|etas
electronicas PTH

Ensamblaj edeTarjetascon
Componentes PTH (Pin Through
Hole)

Latecnologia PTH no desaparecera, pues, por ejemplo,
|os conectores requieren serlo. Del mismo modo, mu-
choscomponentes, por ejemplo en el ectronicade poten-
cia, también requieren serlo.

Los componentes axiales como son las resistencias,
envasadas en cintasy alin en uso, sedoblan y cortan en
una Méaguina Cortadora-Dobladora, de accionamiento
manual o motorizado, logrando todosloscortesy doble-
ces iguales y en un brevisimo tiempo (Fig. 1). Los
componentes radiales como son los condensadores y
envasados en cintas también se cortan en una maguina
similar alaanterior. Losradiales sueltos-por €. LEDs
secortan con guillotinasde corte simultaneo paravarios
componentes (Fig. 2).

Luego hay queinsertar estos componentes en latarjeta.
En la actualidad préacticamente no se usan maquinas
autométicas. Seinsertaamano, en Lineasde Bancosde
Trabajo con transportadores que trasladan la tarjeta
entre cadaoperario, quien inserta un subgrupo determi-
nado de componentes en la misma tarjeta (Fig. 3).

Figura 1. Figura 2.

¢Esta aburrido de cortar y doblar resistencias con alicate, o de soldar pin a pin? A
continuacion le mostramos soluciones para lograr calidad y productividad. EI problema
consiste en como preparar |os componentesy lastarjetas, instalar los unos en las otras, luego
soldarlosy efectuar € control de calidad, todo en forma comoda, seguray controlable.

I ngenieros y emprendedores de nuevos disefios ven limitados su desarrollo por este
problema.

Figura 3.

Parael caso del manipuleo de componentes sensiblesa
la electroestética se recomienda aplicar todo el
eguipamiento necesario para manejar esta situacion en
forma segura, protegiendo las areas de trabajo y las
personas, y lograr que €l ensamblaje no falle en forma
abrupta en el usuario por esta causa.

L uego se sueldan los componentes, utilizando cautines,
estaciones soldadoras o unamaquina soldadoraalaola
(Fig. 4), dependiendo de la carga de trabgjo. En esta
maguinalatarjetapasapor tresetapas: aplicaflux, luego
precalientalatarjetay finalmente el borde de latarjeta
enfrentaunaolade soldadurafundida, aunatemperatura
deaprox 250°C parasoldaduraPb63Sn37, y 295°C para
soldaduralibredeplomo Sn96.5Ag3.0Cu0.5, lacual pasa
sobre un vertedero regulable (Fig.5). La tarjeta se
mueve aunavelocidad deentre 0,5y 1,5 mt/seg depen-
diendo de la capacidad de lamaguina. Las variables de
control en este proceso son: velocidad de |a tarjeta,
cantidad deflux, temperaturadeprecal entamiento, vel o-
cidaddelaola, angulodeinclinaciéndelatrayectoriade
|latarjetarespecto de laola. En su transporte por laola
toda la cara inferior de la tarjeta recibira e bafio de
soldadura, apartir del cual lacapilaridad delas perfora-
ciones metalizadas en latarjeta provocaralasuccion de
lasoldaduraliquida, soldandoselos pinesdeloscompo-

Figura 4.

Figura 5.
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nentesinsertadosen las per-
foraciones. Algunas maqui-
nas tienen camara de nitro-
geno paraminimizar lafor-
macion deodxidoenlasolda
dura y mejorar su tension
superficial.

La soldadura es un proceso
fundamental paralograr re-
sultadosdecalidad, paraque
posteriormentelatarjetasea
capaz de resistir golpes y
vibraciones propios de las
reales condicionesdetraba-
jo,y conservar lafuncionali-
dad de su disefio. Por gjem-
plo, las vibraciones de un
tacégrafo en un vehiculo
motorizadoencaminodetie-
rra. Se llama Zona de Con-
trol de Proceso el rango de
temperaturade lasoldadura
cuyo minimo evitalasolda-
dura fria, y cuyo méximo
evita el exceso de material
intermetdlico y la consi-
guiente debilidad mecanica de la unién.

Parael caso desoldar conectores, y también ahorrarsela
oxidacion desoldaduradelapartedelaolaquenoaplico
a una perforacion, se utilizan Maguinas de Soldadura
Sel ectiva. Posee menor capacidad de producciénperoel
ahorro de soldadura es enorme. La soldadura en estado
liquido se aplica a cada pin por medio de una boquilla,
con control derecorrido programabl e paracadacoorde-
nada X-Y delatarjeta

L uego esnecesarialalnspeccién Visual, paraconfirmar
la calidad de las soldaduras de acuerdo alos standards
existentes, y la limpieza de la tarjeta. Los atributos
importantesen estaetapa, aparte delanitidez eilumina:
cion, sonlamagnificacion, laamplitud del campovisual
y lasfuncionalidades de | os softwares si es que aplican.
El rango de equipos va desde una lampara de aumento
con magnificacion 1 3/4x, mejorando a un stereomi-
croscopio hasta30x, o mejor
ain al sistemade vision ste-
reoscopico como la Mantis
(Fig. 6), hasta 20x, por su
especial capacidady ergono-
mia.

Luego el lavado delatarjeta
es altamente recomendable,
paralo cual se utilizan lava
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Tarjeta con componentes PTH enfrente de la ola.
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Flgura 7.

doresquesumergen latarjeta
en liquidos con agentes de
limpieza especificos, some-
tiendo el conjunto a ciclos
programados de ultrasonido.
Para multitarjetas, que com-
ponen multiples tarjetas de
un mismo tipo, ésta se troza
en una Méaquina Depane-
lizadora, condiscoscortantes
omini guillotinas(Fig. 7). El
flectarlas para separarlas a
mano genera tensiones resi-
duales en las uniones solda-
dasqueharan quelasoldadu-
rafalle antes de tiempo.

La soldadura es un proceso
fundamental para lograr resultados de
calidad, para gque posteriormente la
tarjeta sea capaz de resistir golpesy
vibraciones propios de las reales
condiciones de trabajo, y conservar la
funcionalidad de su disefio

Ensamblaje de
Tarjetas Mixtas
con Componentes
PTHY SMT

En este caso lo usual es que
losPTH vanpor unladoy los
Surface Mount Technology
(SMT) por €l otro. Lo prime-
ro es aplicar adhesivo (con dispensador o méguina se-
rigrafica) en las posiciones de la tarjeta donde iran los
cuerposdelos SMT. Luego seinstalan los SMT con la
méaquinapick and place, manual, semiautomética o au-
tomatica. Después la tarjeta se procesa por un horno
reflow paracurar el adhesivo, resultando el componente
pegado en latarjeta. Luego seinsertan |oscomponentes
PTH enlatarjeta, y, posteriormente, estatarjeta, conlos
SMT por debajoy pegados, se procesapor unamaguina
soldadoradedobleola. Unaolaaplicaenlospinesdelos
PTH, bafiando los SMT de la cara inferior aplicando
soldaduraen suspineslaterales, mientrasquelaotraola
lograunaaplicacion adecuada de soldaduraen los pines
frontalesy traseros de los SMT.

SAlo utilizando el equipamiento adecuado en el ensam-
blgje de circuitos impresos, se puede lograr resultados
confiables que permitan que la electronica, que con
tanto esfuerzo se disefio, se plasme en unatarjeta dura-
dera y que responda a su funcionalidad incluso en
ambientes de trabajo hostiles. m
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